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Gdansk, 30.09.2008
L.Dz.wETr#..6.200s

dotycr,yt modyfkacji SIIy'Z w postelJowaniu o udzielenie za d)rienia publicznego
prowadzonym w trybie przetalgu ieograniczonego na dostttrNQ lasera do
vycinania taimy cetamicznej dla llydzialu Elektroniki, Telekomuhikacji i
Infor natyki P olikchniki Gdafiskiej ZP /4 3/WETI/08, CRZP/2 4 3 /009/D/08

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza siQ zmiany do SIWZ.

W pkr.  l l l  SIWZ Opis prTedmrolu 7am6w;enia

Plzed zmirnq:
1. Przedmiotem zam6wieDiajest dostawa lasera do wycinania taimy ceramicznej dla Wydzialu

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdafiskiej ( CPV 42611000-2)
, ,godnie 7 opisem prredsla$ion)m ponizej :

Lp. Szczpgdlot a specyfl.acia
IloSt
sattrk

I

Laser do wycinania tasmy ceramicznej o parametrach:
. obszar roboczy nie mniejszy niz 300 mm x 300 mm
. tozdzielcmtt obrazu nie rnniej niz 1000 dpi
. minimalna irednica wycinanego punktu nie mniej niz 0,08 mm
. moc lasera nie mniej niz 25 W
. wbudowany znacznik laserowy do okreSlania dokladnego polozenia
taSmy
na stole
. wysoko cisnieniowy system wyci{gowy op&r6w
. dedykowany programu pracui4cy w Srodowisku Windows do
sterowania i kalibracji urz4dzenia oraz wsp6lpracuj4cy z
wigkszo3ci4 aplikacji graficznych i CAD

. podl4czenie do komputera przez interfejs USB lub Centronics

I



Po zmia e:

1. Przedmiotem zam6wi€niajest dostawa lasera do $Tcinania tasmy ceramicznej dla Wydzialu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki cdafskiej ( CPV 42611000-2)
zgodnie z opisem przedsra$ ion) m ponizej:

W pkt. XI siwz, ppkt. 6 - Opis sposobu przygotowania ofert

Przed zmirne
OfertQ nalezy zlozyi w kopercie zamkniQtej i opieczQtowanej adresem W_ykonawcy. Kopert9 nalezy
oznaczyd: ,OFERTA Nr sprawy: ZPl 43IWETV08. NIE OTWIf,RAC prz€d 02.10.200E
godz l3:00!".

Po zmianie

Ofettg naldry zlotye \ t kopercie zamkniQtej i opieczgtowanej adresem W_ykonawcy. KopertQ nalei
oznaczyd: "OFERTA Nr sprrwy: ZPl 43IWETV08. NIE OTWIERAC przed 09.10.200E gode
l4:00!".

W pkt. XII - Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofet

Prz€d zmiana

Oferty naieiry skladad od poniedzialku do pi4tku w godz. 800 - I 5m w pok. 127 w Biurze Wydziatu
Elekroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdaisku, przy ul.
Narutowicza l1/12.

Termin skladania ofert: dodnia 02.10.2008 godz.12t30.

Otwarcie ofert nastqpi w Sali Rady Wydzialu Elektroniki. Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdaiskiej w Gdafisku, przy ul. Narutowicza lI/12 /pok6j 122 w budynku Wydzialu
ETl, w dniu 02.10.2008 godz. 13:00

Lp. Szczeg6lowa speq,frkacj s lloSI
sZtUk

1

Laser do wycinania tasmy ceramicznej o paramelrach:
. obszar roboczy nie mniejszy niz 300 mm x 300 nm
. rozdztelczo(C obrazr nie mniej ni2 I 000 dpi
. minimalna Srednica wycinanego punktu nie mniej niz 0,08 mm
. moc lasera nie rmiej niz 25 W
. wbudowany znacznik laserowy do oke5lania dokladnego polozenia

taSmy na stole
. dedykowany programu pracujqcy w Srodowisku Windows do
sterowania i kalibracji uz4dzenia oraz wsp6lpracuj4cy z
wiEkszoSci4 aplikacji graficznych i CAD

. podl4czenie do komputera pzez intefejs USB lub Centronics

I



Po znirnle

Oferty nalezy skladad od poniedzia&u do piqtku w godz. 8@ - 1500 w pok. 127 w Biuze Wydzialu
Elekhoniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdaiskiej w cdafsku, przy ul.
Narutowicza I 1/12.

T€min skladania ofert do dnia 09.10.20Ot godz 12:30.

Otwarcie ofert nast4pi w Sali Rady Wydzialu Elekhoniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdafskiej w Gda.6sku, prry ul. Narutowiczall/12 /pok6j 122 w budynlu Wydziatu
ETI, w dniu (D.10J00E godr- 14:00.

Powy2sze zmiany majqmoc wiqzqpq. Nie uwzglQdnienie ich pfuf sporzqdzaniu oferty spowoduje
odrzucenie oferry.


